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读卡专用芯片 DS01060100  1.0.05   Date:2021/02/02 

—————————————— 概述 

ZSN603 读卡专用芯片是广州致远微

电子有限公司开发的一款集成了卡操作指

令的芯片，用户不需要进行编程，只需要发

送简单的命令，即可完成对卡片的读写。外

部电路设计简单，可以快捷、高效地开发出

产品。 

—————————————— 产品特性 

 宽工作电压 2.8V~3.6V； 

 支持 ISO/IEC 14443 TypeA/B 读写器模式； 

 集 成  TypeB 、 PLUS CPU 、 Mifare    

UltraLight、Mifare S50/S70、SAM 卡的操

作命令； 

 提供 ISO14443-4 的半双工块传输协议接

口，可方便支持符合  ISO14443-4A 的 

CPU 卡及符合  ISO14443-4B 的  TypeB 

卡片，支持 ISO7816-3 接口标准； 

 支持 UART 串口进行指令操作； 

 支持 I2C 接口指令操作； 

 支持直接外接 2 个读卡天线； 

 读卡距离可达 7cm（取决于天线设计）； 

———————————— 产品应用 

◆ 交通票务 

◆ 智能家居 

◆ 金融财务 

◆ 医疗卫生 

◆ 休闲娱乐管理 

◆  

————————————— 订购信息 

  

型号 温度范围 封装 

ZSN603 -40℃~+85℃ LGA32 

 

———————————————————————————————— 产品图片 
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1. 产品简介 

1.1 产品概述 

ZSN603 读卡专用芯片是广州致远微电子有限公司开发的一款集成了卡操作指令的芯

片，用户不需要进行编程，只需要发送简单的命令，即可完成对卡片的读写。外部电路设计

简单，可以快捷、高效地开发出产品。 

ZSN603 读卡专用芯片采用 LGA 封装形式，厚度 1.05mm，引脚间距 0.8mm。可以帮助

客户绕过繁琐的 RFID 硬件设计、开发与生产，加快产品上市。完善的软件开发平台可满足

快速开发需求，减少软件投入，缩短研发周期。 

1.2 产品特性 

 宽工作电压 2.8V~3.6V； 

 支持 ISO/IEC 14443 TypeA/B 读写器模式； 

 集成 TypeB、Mifare UltraLight、PLUS CPU 、Mifare S50/S70、SAM 卡的操作命令； 

 提供 ISO14443-4 的半双工块传输协议接口，可方便支持符合 ISO14443-4A 的 CPU 卡

及符合 ISO14443-4B 的 TypeB 卡片，支持 ISO7816-3 接口标准； 

 支持 UART 串口进行指令操作； 

 支持 I2C 接口指令操作； 

 支持外接 2 个读卡天线； 

 读卡距离可达 7cm（取决于天线设计）； 

 支持客户自行开发分体式天线板，且尺寸可任意定义； 

 工作温度符合工业级-40℃~+85℃要求 。 

1.3 芯片尺寸 

 

图 1.1  ZSN603 外形尺寸 

1.4 命名规则 

ZSN603 读卡专用芯片的命名规则如图 1.2。 

 

图 1.2  产品命名规则 
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1.5 产品选型表 

表 1.1  产品选型表 

产品型号 ZSN603 

天线类型 外接配套天线板 

天线驱动端 2 路 

UART 1 路 

I2C 1 路 

SAM 卡 1 路 

PWM 1 路 

LED 1 路 

读卡协议 ISO/IEC 14443 TypeA/B 

读卡距离 7cm 

注：采用 5cm×5cm 尺寸天线，读卡距离可达 7cm，增大天线尺寸，理论上读卡距离还能提升。 
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2. 硬件描述 

2.1 引脚分布 

ZSN603 的引脚定义如图 2.1 所示，各引脚的说明如表 2.1 所示。 

 

图 2.1  引脚分布图 

2.2 引脚说明 

表 2.1  ZSN603 芯片管脚说明 

模块引脚号 主要功能 备注 引脚状态[1] 功能描述 

1 UART1_RX  I UART1 数据接收端 

2 UART1_TX  O UART1 数据发送端 

3 PWM  O PWM 输出端 

4 GND  S Ground 

5 LED  O LED 控制端 

6 INT  I 外部中断输入 

7 I2C_SDA  IO I2C 数据输入输出端，开漏结构，需上拉到供电电源 

8 I2C_SCL  IO I2C 时钟输入输出端，开漏结构，需上拉到供电电源 

9 BOOT0  - 固件升级引脚，预留测试点 

10 BOOT1  - 固件升级引脚，预留测试点 

11 SAM_RST  O 接触式 IC 卡控制的 RST 管脚 

12 SAM_CLK  O 接触式 IC 卡控制的 CLK 管脚 

13 SAM_I/O  IO 接触式 IC 卡控制的数据输入/输出管脚 

 

file:///D:/ZSN600/ZSN603/ZSN603手册汇总/【数据手册】ZSN603产品数据手册1.0.00.doc%23content1
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续上表 

模块引脚号 主要功能 备注 引脚状态[1] 功能描述 

14 SAM_nPWR  O 接触式 IC 卡控制的 VCC 控制管脚 

15 NRST  I 芯片复位输入，低电平有效，需要连接上电复位电路 

16 GND  S Ground 

17 VCC33  S 芯片供电电源输入，3.3V 

18 NC  - NC，禁止选用，需悬空处理 

19 MODE_DET  I 通信模式检测 

20 SEL_CH1  O 天线通道选择 1 

21 SEL_CH2  O 天线通道选择 2 

22 SEL_CH3  O 天线通道选择 3 

23 SEL_EN  O 天线通道选择使能 

24 VCC33  S 芯片供电电源输入，3.3V 

25 CZ_RX  I 天线接收端 

26 CZ_TX1  O 天线 1 发射端 

27 GND  S Ground 

28 ANT_TX1  O 天线 1 测试端 

29 VCC_ANT  S 天线供电电源，默认连接到 VCC33 

30 CZ_TX2  O 天线 2 发射端 

31 GND  S Ground 

32 ANT_TX2  O 天线 2 测试端 

[1]  I = 输入; O = 输出; S = 电源。 

file:///D:/ZSN600/ZSN603/ZSN603手册汇总/【数据手册】ZSN603产品数据手册1.0.00.doc%23content1
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3. 电气参数 

3.1 极限额定参数 

表 3.1  ZSN603 极限额定参数 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

TA 工作温度 -40 85 ℃ 

VESD(HBM) 静电放电电压（人体模型） - 2000 V 

VESD(CDM) 静电放电电压（充电设备模型） - 200 V 

3.2 芯片管脚电气特性 

 表 3.2  ZSN603 管脚电气特性 

符号 参数 测试条件 Min Type Max Unit 

VDD 输入电压 - 3.0 3.3 3.6 V 

VCC_ANT 模拟供电电压 - 3.3 - 5 V 

VIH 高电平输入电压 2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V 2.08 - - V 

VIL 低电平输入电压 2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V -0.5 - 1.1 V 

VOH 高电平输出电压 
2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V，

IOH = 8mA 
0.8VDD - - V 

VOL 低电平输出电压 
2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V，

IOH = -8mA 
- - 0.4 V 

ID 

通用端口的输入

输出电流 
- -18 8 20 mA 

3.3 功耗特性 

表 3.3  功耗特性 

符号 参数 测试条件 典型值 单位 

IRF 正常读卡工作电流 VCC_ANT = 3.3V 73 mA 

3.4 读卡特性 

表 3.4  读卡特性 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

DRF 

正常工作模

式读卡距离 
VCC_ANT = 3.3V - 4 5 cm 

3.5 复位特性 
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表 3.5  复位特性 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIL(NRST)
 （1）

 

NRST 输入低

电平电压  

-0.5 

 

1.1 V 

VIH(NRST)
 （1） 

NRST 输入高

电平电压 
 2.08  5.5 V 

Vhys(NRST) 

NRST 施密特

触发器电压

迟滞 

 0.1*VDD   V 

RPU 
弱上拉等效

电阻
（2） 

VIN=VSS 22  100 kΩ 

VF（NRST）
（1） 

NRST 输入滤

波脉冲 
   1000 ns 

VNF（NRST）
（1） 

NRST 输入非

滤波脉冲 
 4000   ns 

1. 由设计保证，不在生产中测试 

2. 上拉是 MOS 电阻。 

3. ZSN603 复位引脚拉高后需要耗时约 10ms 进行功能初始化，完成初始化后芯片进入待机模式，

可正常接收操作指令。 
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4. 典型应用 

4.1 普通模式应用 

ZSN603 读卡专用芯片需外接天线来实现非接触读卡功能，普通模式的天线设计原理图

如图 4.1 所示。用户可根据实际的需求调整天线电路的器件参数。 

 

图 4.1  普通模式天线连接 

ZSN603 读卡专用芯片在普通模式下采用二线式天线连接方式，其应用如图 4.2 所示。 

 

图 4.2  二线式天线连接 

4.2 八天线扩展模式应用 

1. 高性能八天线模式 

ZSN603 可通过模拟多路复用器对其中一路天线信号进行扩展，如连接 HEF4051，

并为模拟多路复用器提供 VDD = 8V，VEE = -5V 的供电电源，可将天线通道 2 扩展至

8 路天线，其应用如图 4.3 所示。此模式扩展的天线通道读卡距离远，但需要增加升降

压电路。 

 

图 4.3  八天线扩展连接模式 1 

2. 低成本八天线模式 

在读卡距离要求不高的情况下， ZSN603 可通过连接模拟多路复用器，如
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MC74HC4051A-D，对其中一路天线信号进行扩展，可将天线通道 2 扩展至 8 路天线，此方

案只需为模拟多路复用器提供 VDD = 5V，VEE = 0V（即 GND）的供电电源，读卡距离能

否满足实际应用需要实测验证，其应用如图 4.4 所示。 

 

图 4.4  八天线扩展连接模式 2 
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5. 封装尺寸 

ZSN603 读卡专用芯片的封装尺寸如图 5.1 所示，其单位为毫米（mm）。 

 

图 5.1  ZSN603 读卡专用芯片封装尺寸 

表 5.1  ZSN603 读卡专用芯片封装尺寸参数 
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标号 典型值（mm） 公差值（mm） 备注 

D 9.00 +/-0.1  

E 9.00 +/-0.1  

D1 3.98 +/-0.1  

E1 3.98 +/-0.1  

D2 3.38 +/-0.1  

E2 3.38 +/-0.1  

e 0.80 +/-0.05  

b 0.48 +/-0.05  

L 0.60 +/-0.05  

L1 0.22 +/-0.1  

b1 1.00 +/-0.05  

E3 1.10 +/-0.05  

D3 0.28 +/-0.05  

E4 2.30 +/-0.05  

D4 0.60 +/-0.05  

A 1.05 +/-0.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSN603 的 PCB 封装推荐设计如图 5.2，其单位为毫米（mm）。 



ZSN603 
读卡专用芯片 

 

                                ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd 

     
11 

DataSheet 

 

 图 5.2  ZSN603 的 PCB 封装  
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6. 表面贴装条件 

推荐参考 J-STD-020/033 规范。 

Peak Temperature:     <245℃ 

Reflow Time:         ≤2 

Reflow Profile 参考图 6-1 与表 6-1。 

 

图 6-1 Reflow Profile 

 

表 6-1 参数说明 
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7. 存储与运输 

1. 不允许存放如下条件 

a. 腐蚀性气体，如 CI2，H2S，NH3，SO2，其它 NOX 

b. 盐性环境，极端的湿度环境 

c. 长时间直接暴露在太阳光环境 

d. 存储在超标的温湿度环境 

2. 防止跌落、震动、机械按压 

3. 避免高压、静电接触以免损坏器件 

 

湿敏等级 

所有的塑封封装品都会吸收湿气，在 SMT 回流过程中，因器件所处的环境条件的快速变化， 

原被器件吸收的湿气会变为过热蒸汽，由此会使器件发生膨胀。如果压力超过了塑封料 

的挠曲强度，可能会引起器件开裂或内部分层。 

ZSN603 满足 MSL-5 等级，推荐在组装之前进行 125 ℃烘烤 12 小时，烘烤完之后在<30℃

/60%RH 环境下，48 小时内完成 SMT 贴装。 
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8. 包装信息 

使用满足 JEDEC 标准的 TRAY 装放，采用静电袋包装，袋内放有干燥剂及湿度指示卡。 

 

MSL 与存储条件如图 8-2 所示。 

 

图 8-2 MSL 与存储信息 
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9. 免责声明 

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远微电子有限公司（下称“致远微电子”）在

本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时

效性，致远微电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远微电子有权在没

有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请

尊敬的用户定时访问立功科技官方网站或者与致远微电子工作人员联系。感谢您的包容与支

持！ 
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专业 . 专注成就梦想 

Dreams come true with professionalism and dedication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广州致远微电子有限公司 

更多详情请访问 

ww.zlgmcu.com 

欢迎拨打全国服务热线 

400-888-2705 
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